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Influéncia do polimento de superficie e viscosidade do compésito na dureza de
diferentes resinas compostas
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Resumo

O obijetivo neste estudo foi avaliar a dureza de compdsitos com diferentes polimentos de superficie e viscosidades.
Os compositos fluidos Filtek Supreme Flow e GrandioSO Heavy Flow; e o composito de viscosidade regular Filtek
Z350 XT foram divididos em nove grupos (N = 81) de acordo com o compdsito e o polimento da superficie do topo
da amostra. As amostras foram confeccionadas com a superficie em contato com tira de poliéster (controle),
ldmina de silicone translicido (utilizada na técnica da resina injetada) e lamina de silicone translicido com
realizacdo posterior de acabamento e polimento (n = 9). Apds a confeccdo das amostras, foram armazenas em
agua destilada a 37°C por 24 horas e submetidas ao teste de dureza Knoop. Posteriormente, foram submetidas ao
protocolo de envelhecimento simulado por termociclagem com 10.000 ciclos e submetidas ao teste novamente. Os
dados foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e posteriormente a Andlise de Variancia e
ao teste de Tukey (a= 0,05). No geral a dureza dos compésitos quando confeccionados em contato com lamina de
silicone translicido com posterior acabamento e polimento (53,56 KHN) foi estatisticamente superior aos
confeccionados com tira de poliéster (46,50 KHN) que foi significantemente maior aos confeccionados com lamina
de silicone translucido (34,85 KHN). O acabamento e polimento apds a polimerizagdo do compdsito é etapa
imprescindivel quando a realizacdo da técnica da resina injetada.
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